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1. はじめに

　大量のデータがネットワークを通じて流通し，また誰で
もどこでも手軽に必要な情報を入手できる時代に突入して
いる。このため，コンピュータやルーターの処理速度はま
すます高速性が求められる。一方，メタル配線に要求され
る性能は限界に近づき，この解決のために光インタコネク
ト，すなわち「光配線†の導入」に大きい期待が寄せられ
ている。
　今年度のエレクトロニクス実装学会総会において，「光回
路実装技術の長年の貢献」との理由で功績賞を頂いた。こ
れまで 20年近く，この分野を主軸に活動して来た者にとっ
て，大層励みになりまた感謝している。だが，これは個人
に与えられたものではなく，後述する光回路実装技術委員
会 (OPT)でアクティブに活動して下さった委員皆様ととも
に頂いた賞だと思う。
　本学会には十数の技術委員会があるが，比較的に新しい
といっても 20年前であるが，1994年に光回路技術を専門
に取り扱う光回路実装技術委員会が設置された。初代の委
員長は慶応大学の佐々木敬介教授（のちに千歳科学技術大
学学長）であった。メンバとして参加を要請された当時，
合併前の学会名がプリント回路学会であったので，光エレ
クトロニクス技術との関わりがすぐに頭に浮かばず，躊躇
したことを覚えている。それ以来 20年近くの活動を通し
て，光技術が回路実装のなかで着実に重要な位置を占めて
きたように思える。とくに数ケ月ごとに本技術委員会が開
催している公開研究会OPTは会員の皆様に周知される存在
になった。また光回路実装技術委員会では，この分野の進
展を俯瞰したロードマップを数年ごとに出版し，昨年第 5
版となった 1)。
　この分野に参入した直後，光インタコネクトや光配線技
術について紹介する機会を多数与えられ，また国の大型研
究プロジェクトにもいくつか参画させていただいた。ある
日，関西から電気プリント回路の設計者が研究室を訪ねて
来られ，基板上の 2点間を高速に繋ぐため，光配線を使い
たいので，すぐに入手可能な部品はどこで入手できるか，

という質問を受けた。電気配線での「ジャンパー線」のよ
うなイメージを持っておられるようであった。このような
ユーザの方々に光配線をすぐに提供できるレベルに達して
いないことを申し訳なく思った。それ以降 10数年経過した
今日，光インタコネトは製品化の議論が生々しく行われて
おり，新たにシリコンフォトニクス†の研究成果も取り入
れるようになった。技術開発と需要面でのいくつかの山と
谷を越えて，光と電気を融合した技術の実用化と進展に向
けた転換期に突入しているようだ。
　本稿では，当時開発してきた光配線技術をレビューし，
今日研究開発が活発化している新技術とのアナロジに触れ
たい。最近この分野に参画された方々に対して，多少の参考
になればと思う。また実用化に向けて未だ残っている悩ま
しい課題もいくつかある。光配線導入の効果について，す
でに多数の文献に紹介されているので，ここでは割愛する。

2. 光ボンディングパッドの実現が課題

　光配線を導入するためには，さまざまの課題がある。そ
の一つが，光部品間を光接続する難しさに起因する実装コ
ストである。配線上・寸法上・信号の伝わり方などでエレ
クトロニクス（電気）とは異なる「光の特殊性」のため，
集積化や大量生産・コスト削減など実装技術面で重要な課
題になっている。これを解決するには，電気部品の実装で
当然のように行われている，パッシブアライメントでの部
品搭載や配線接続を可能にすることが必須である。半導体
レーザやシリコンフォトニクス (SiP)ではスポットサイズ
変換技術が検討され，いわば光ボンディングパッドとして
の役目を果たすことが期待されている 2)。これに加えて現
状光配線は，光伝搬方向に一様なサイズの断面形状をもっ
て作製されることが主である。簡易で高効率な光接続を実
現するには，光ボンディングパッド機能を積極的に取り込
む光配線設計が重要である。

3. 光表面実装技術と光ピンの提案

　これら光固有の課題を解決し，光インタコネトを実用化
へ導く手段として，電気回路実装形態を意識した光表面実
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